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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES -
MESURE DE L'IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

AVANT-PROPQS

1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
compg@sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{ons

El:2006

nalisation

.|La CEIl a

dans les

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre aytres\act Normes
interngationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique S sibles au
public| (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CE ). iée a des
comitgs d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéres iciper. Les
organfsations internationales, gouvernementales et non gouvernel articipent
égaleent aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Orga on (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organis,

2) Lesd =cisions ou accords officiels de la CEl concernant les a mesure
du pop 83, € c 8. les Comités nationaux de la CEI
intére Q

3) Les P 3 3 & recommandatjons internationales et sonft agréées
comm ité i . isophables sont entreprls afin que la CEI
s'assy ponsable
de l'é par un quelconque utilisateur fina

4) Dans ationaux de la CEl s'engagent, dar]s toute la
mesu Sublications de la CEl dans leurs publications

Publications de la CEIl et toutes p(

e a la CEIl, a ses administrateurs employés auxi

e’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de
soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprig
t de la publication ou de [l'utilisation de cette Publication de la

responpsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen|

blications

b pas sa

t en possession de la derniére édition de cette publicafion.

iaires ou
Comités
out autre
les frais
CEl ou de

blications

vent faire
nue pour
ce.

La Norme internationale CEIl 62132-1 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,

du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/734/FDIS 47A/742/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
EASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC IMMUNITY,
150 kHz TO 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

the la
5) IEC

Publig
8) Attent
indisp
9) Attent
paten

Internat

ter.

rovides n

o markigg proce its approval and cannot be rendered responsibl
equipment decla j i ication.
6) All usgrs should e re 3 g s

onal St

and are accepted by IEQ
re that the technical contg

e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

pmprising
promote
#elds. To
ications,
as “IEC
nterested
and non-
es closely

brnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

b for any

perts and

ees) and
bther |IEC

cations is

subject of

andard [EC 62132-1 has been prepared by subcommittee 47A: In

circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47A/734/FDIS 47A/742/RVD

egrated

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 62132 est constituée des parties suivantes sous le titre général Circuits intégrés —
Mesure de I'immunité électromagnétique, 150 Hz a 1 GHz

Partie 1:  Conditions générales et définitions

Partie 2 : Méthode de cellule (G-) TEM 1

Partie 3:  Méthode d’injection de courant en bloc (BCI) 1

Partie 4: Méthode d’injection directe de puissance RF

Partie 5: Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication(sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

T
24

1 Alétude.
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IEC 62132 consists of the following parts, under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: (G-) TEM cell method

Part 3: Bulk current injection (BCI) method'!

Part 4. Direct RF power injection method

Part 5: Workbench Faraday cage method

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the maiptenance result date indicated on the IEC web site under "http-//webstare iec.ch" in
the datd related to the specific publication. At this date, the publication will be

@%

* reconfirmed,

* with@rawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amepded.

24

1 Under consideration.
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CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DE L'IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

1 Domaine d'application

Cette p
mesure
perturbd
de mes

compris

approprjé

L’objet
mesure
metres

d’essai
d’autres

La mes
conditio

perturbati

mesure — Immun/te aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

de I'immunité électromagnétique conduite et rayonnée des ci
tions conduites et rayonnées. Elle fournit également une dé

fins.

b sur la
Cl) aux
nditions
pssai et
bsai est
mesure

nir une
Is para-
ts. Les
rapport
ns ou a

yés aux
Cl aux

présent
erences
entuels

pssai et

Squences

ai et de
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INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC IMMUNITY,
150 kHz TO 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

1 Scope and object

This part of IEC 62132 provides general information and definitions on_measurement of
conducted and radiated electromagnetic immunity of integrated circuit to cohducted
and radiated disturbances. It also provides a description of measurgment conditions, test

This standard describes general conditions required to, 0b tive megsure of
immuni ected to
influenc licitly in
the individual test report. The measurement resulfs br other
purposgs

Measurgment of the injected voltagessand : i the ICs
tested 3t controlled conditions, yields i ati ' p ial i i e IC to
conducted and radiated RF disturbancés in a given i

2 Normative referenc

The follpwing refe ened g cument.
For datgd refere‘@ , I edition
of the referenced dacurys

IEC 610 Lirement
techniq

IEC 610 Lirement
techniql
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

31

modulation d’amplitude

AM

processus par lequel une onde (porteuse) haute fréquence continue varie en amplitude par
I’action d’une autre onde contenant des informations

[IEEE 100-1984]

3.2
réseau fprtificiel
AN
impédamce de la charge de référence convenue (simulée), préset
(par exg¢mple lignes de communication ou de puissance éten
tension [perturbatrice RF est mesurée et qui isole 'appareil e /’a
charges| dans cette plage de fréquences

réseaux
uels la
ou des

[VEI 161-04-05, modifiée]

3.3
appareil auxiliaire
transdugteurs (par exemple des sonde
mesure|ou un générateur d’essai; égalg
de trangmission de signaux ou de perturba
générateur de signal (d’esgai

anten raccordés a un récepteur de
ducteurs qui sont utilisés dansl|le trajet
DEE et un matériel de mesufe ou un

3.4
matériell auxiliaire
MA
matérie| qui n’es i g éanmoins indispensable pour I'établissement de
toutes lgs fonctions S DEE) au
cours dé son exp i

3.5

Té de pplarisa

dispositfikd’aceo p ent qui permet la superposition de signal d’un signal de radiofréquence
a un sighal a.couxant continu a un accés de sortie sans affecter le trajet RF

3.6

tensionLen’'mode commun
tension perturbatrice asymétrique
moyenne des phaseurs qui représentent les tensions entre chaque conducteur et une
référence arbitraire, généralement la terre ou la masse

[VEI 161-04-09]

3.7

courant en mode commun

somme vectorielle des courants parcourant deux conducteurs ou plus a une section spécifiée
d’un plan «mathématique» croisé par ces conducteurs
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3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

31
amplitude modulation
AM

process by which a continuous high-frequency wave (carrier) is caused to vary in amplitude

by the action of another wave containing information

[IEEE 100-1984]

3.2
artificigl network
AN
agreed |reference load impedance (simulated), presented to
extended power or communication lines) across which the
measurg¢d and which isolates the apparatus from the power™s
range

[IEV 161-04-05, modified]

3.3
associdted equipment

s (e.g.
tage is

transdugers (e.g. probes, networks andNantenna annected 0 a measuring receivel or test
generatpr; also transducers which are in ghal or disturbance transmission path

betweern Jal generator

3.4
auxilian
AE
equipm
and as
its expo

3.5
biasing
coupling

output f g the RF path

3.6
common mode voltdg

indispensable for setting up all the flinctions
ration) of the equipment under test (DUT|) during

signal superposition of an RF signal to a DC signgal to an

asymme trical disturbance vnltagp

mean of the phasor voltages appearing between each conductor and a specified reference,

usually earth or frame

[IEV 161-04-09]

3.7
common mode current

vector sum of the currents flowing through two or more conductors at a specified cross-

section of a “mathematical” plane intersected by these conductors
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3.8

onde entretenue

cw

ondes dont les oscillations successives sont identiqgues dans les conditions de
permanent

[[EEE 100-1984]

3.9
réseau de couplage

régime

circuit électrique destiné au transfert de I'énergie d’un circuit a un autre avec impédances

bien définies

3.10
réseau [de découplage

circuit électrique destiné a empécher les signaux d’essai appliqués
disposit|fs, matériels ou systémes qui ne sont pas en essai

draffester

3.1
dispositif en essai
DEE
disposit|fs, matériels ou systémes soumis a une évaluat{o

NOTE Cpmme la présente norme en fait 'usagé\le DE
I'essai.

3.12
rétractipn de puce

valeur de rétrécissement du masque
dimensipns par rapport ada dispo

tilis€ pour-produiré le Cl exprimée en pourcen
iginale)de I'flustration (taille dessinée)
3.13

courant en mode diffé
dans un cable ¢
conducteur, moitie
chaque |conducteyr

W deux conducteurs particuliers d’un céab
rence des phaseurs représentant les courar

3.14
tension :
tension g G eurs donnés d’'un ensemble spécifié de conducteurs actifs

[IEV 16

3.15

V' autres

eférenge é@dispoitif a semiconducteurg soumis a

tage ou

e multi-
ts dans

coupleur directif

dispositif de couplage de transmission pour I’échantillonnage (idéalement) de maniére

séparée (par une perte de couplage connue a des fins de mesure) soit des ondes
(incidentes) soit des ondes régressives (réfléchies) dans une ligne de transmission

[IEEE 100-1984]

3.16
cartes de circuits imprimés de petites dimensions du point de vue électrique

directes

carte de circuit imprimé, dont les dimensions sont inférieures a A/2, par exemple entre 100

mm et 150 mm a 1 GHz
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continuous wave

Cw

waves, the successive oscillations of which are identical under steady state conditions

[[EEE 100-1984]

3.9
couplin

g network

electrical circuit for transferring energy from one circuit to another with well-defined
impedances

3.10

decouplling network
electrical circuit for preventing test signals applied to the DUT fro

equipm

3.11
device
DUT
device,

NOTE A

3.12

die shrink

amount
dimensi

3.13

differen
in a twd
magnitu

3.14

differenti

voltage
[IEV 16

3.15

directid
transmi
for mea
transmi

(IEEE 1

3.16

nt or systems that are not under test

Linder test

equipment or system being evaluated

5 used in this standard, DUT refers to the testing of a semigorniductordevice:

of shrink of the mask used

ductors in a multi-conductor cable,
presenting the currents in each conducto

ssion-coupling\device for separately (ideally) sampling (through known coup\l{

bsion line

00-1984)

electrically small PCB
printed circuit board, whose dimension is smaller than A/2, e.g. 100 mm to 150 mm at 1 GHz

Hevices,

eXpressed as a percentage or

half the

ng loss

suting purpeses) either the forward (incident) or backward (reflected) waves in a
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compatibilité électromagnétique

CEM

aptitude d’un appareil ou d’'un systéme a fonctionner dans son environnement électromagné-
tique de fagon satisfaisante et sans produire lui-méme des perturbations électromagnétiques
intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement

[VEI 161-01-07]

3.18

puissance directe
quantité de puissance envoyée de la source RF vers la charge RF (supposée adaptée) sans

prendre

3.19
plan de
surface

[VEI 16

3.20
immuni

aptitudg d’un dispositif, d’'un matériel ou d’un
présende d’'une perturbation électromagné

3.21
réseau
réseau

3.22

puissarnce de créte

niveau
du sign

NOTE D
battemen

3.23
acces d
acces s

3.24
puissarn

en consideration la puissance RF qui est reflechie en arriere par la chatge RF

sol
conductrice plate dont le potentiel est pris comme référ

-04-36]

[té (2a une perturbation)

d’injection
un cable

aximal
I (LF le

ce réfléchi

quantitg de.puissance qui est réfléchie a 'arriere par la charge RF en raison d’'une m

ionner sans dégradation en

E temps

uence de

auvaise

adaptat

on dimmpedance de la charge RF a l'impedance caraclerisiique de Ia |

transmission

3.25

environnement électromagnétique ambiant RF

ensemb

le des phénomeénes électromagnétiques existant a un endroit donné

[VEI 161-01-01, modifié]

3.26

appareil de mesure de la puissance RF
systéme de mesure destiné a quantifier la puissance de signal RF en fonction du temps

gne de
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3.17

electromagnetic compatibility

EMC

ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment
without introducing intolerable electromagnetic disturbance to anything in that environment

[IEV 161-01-07]

3.18

forward power

amount of power that is sent from the RF source towards the (assumed matched) RF load
without considering the RF power that is being reflected backwards by the RF load

3.19
ground|(reference) plane
flat congluctive surface whose potential is used as a common referen

[IEV 16]-04-36]

3.20
immunrify (to a disturbance)

ability of a device, equipment or system to perform 0
electro

n the presenge of an
agnetic disturbance

3.21
injection network
coupling network to inject RF signals ofto a cable

3.22
peak pgwer
maximum power level jotcugr ignal measured over the time interval of the
(lowest g

NOTE In
interval.

the time

3.23
referen
specific

3.24
reflected powe
amount|of power tha}/is reflected backward by the RF load due to an impedance mismatch of
the RF loadto the characteristic impedance of the transmission-line

3.25

RF ambient

electromagnetic environment

totality of electromagnetic phenomena existing at a given location

[IEV 161-01-01]

3.26
RF power meter
measurement system to quantify the RF signal power as function of time
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3.27

enceinte blindée

enceinte fermée par des parois métalliques pleines ou grillagées, destinée a séparer électro-
magnétiquement I'environnement intérieur et 'environnement extérieur

[VEI 161-04-37, modifié]

3.28
modifications significatives des CI
toutes les modifications qui peuvent influencer 'immunité électromagnétique d’un ClI

EXEMPLES: Les modifications de conception, un nouveau fabricant ou la chaine de fabrication, la rétraction de

puce, un pRouveau fyrr_\n de. hn?finr’ une-modification eignifir\nfi\ln de. processus—ou toute autre maodification sur la

puce pouf améliorer ou préparer la performance de la puce.

3.29
générafeur d’essai
générateur (générateur RF, source de modulation, affaiblisseurs ateurs™de pdissance
a large pande et filtres) capable de générer le signal d’essai pre

4 Conditions d'essai

4.1 (énéralités
Ces corjditions d’essai par défaut sontdestiné = T i bhérent.

Si les Jtilisateurs de cette procédure ent étre
documentées dans le rapport d’essai.

4.2 Conditions ambia

Les con(ditions ambiante

4.2.1 Tempé e

La température amb surer la

reproduftibilité.

NOTE LJi

4.2.2

Le nive wit arqbiant RF doit étre au moins de 6 dB (typiques) en dessous du ou des
niveaux| d’immunité_les plus faibles a essayer. Cela doit étre vérifié avant d’effectuer les

mesure$-d€.Cl. Le DEE doit étre installé dans le montage d’essai, ainsi qu’on l'utilise pour les
essais. te BEETedoitpas—¢Etre—active (pdl exempteendécommectantta—tension— alimen-
tation électrique). La description de I'’environnement RF doit faire partie intégrante du rapport
d’essai.

4.2.3 Immunité RF du montage d’essai
Lors de I’exécution de I'essai, tout le matériel utilisé dans le montage d’essai a I’exclusion du

DEE doit étre lui-méme suffisamment immunitaire de maniére a ne pas influencer les résultats
d’essai.

4.2.4 Autres conditions ambiantes

Toutes les autres conditions ambiantes qui peuvent affecter le résultat doivent indiquées dans
le rapport d’essai individuel.
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3.27

shielded enclosure

mesh or sheet metallic housing designed expressly for the purpose of separating electro-
magnetically the internal and external environment

[IEV 161-04-37]

3.28
significant IC changes
all changes that may influence the electromagnetic immunity of an IC

EXAMPLES: Design changes, new manufacturer or process line, die-shrink, new package type, significant process

change or-ahny other r\hangn to-the die to imrr_\rn\/n or-fix-the die pnrfnrmnnrn

3.29
test gemerator
generatpr (RF-generator, modulation source, attenuators, broadb peawernamylifigrs and
filters) dapable of generating the required test signal

4 Test conditions

4.1 General

t. If the
ort.

These default test conditions are intef
users of this procedure agree to othe

4.2 Ambient conditions

The foll

4.2.1

The ambi

NOTE T

4.2.2

The RF level(s)
to be te ) 5 he DUT
shall be i N t set-up, as used for testing. The DUT shall not be actlvatued (e.g.
power g t of the
test rep

4.2.3 RF-immunity of the test set-up

When carrying out the test, all equipment used in the test set-up, excluding the DUT, has to
be sufficiently immune itself such that it will not influence the test results.

4.2.4 Other ambient conditions

All other ambient conditions that may affect the result shall be stated in the individual test
report.

NOTE Even the intensity of light can be a parameter which influences the test results when the device under test
(DUT) is installed in an open ceramic IC package.
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NOTE Méme l'intensité de lumiére peut constituer un parameétre qui influence les résultats d’essai lorsque le
dispositif en essai (DEE) est installé dans un boitier de Cl en céramique ouvert.

4.3 Générateur d’essai

En fonction du matériel de montage et de I'’essai souhaité, divers signaux d’essai peuvent étre
utilisés:

— signal RF non modulé (onde entretenue)

— signal RF a modulation d’amplitude conformément a la CEIl 61000-4-6 et a la CEI 61000-4-3

— signaux RF a modulation d’impulsions conformément a la CEl 61000-4-3

4.4 Jamme de fréquences

La gamme de fréquences recommandée se situe entre 150 kHz et eut étre
étendugq si la procédure spécifique est utilisable sur une gamme de ue. La
gamme |considérée peut étre plus petite en fonction de I'applica

5 Equipement d’essai

5.1 (Qénéralités

L’équipgment décrit dans cette sectip gMMul 3 décrites
dans leps différentes parties de la piré . ipement
spécifiq

5.2 lindage

Le blindage nécessaire deg ( [ bgai spécifique, du niveau de bruit pmbiant
et de la sensibilité d’ 3 i g avec le montage d’essai. En général, il
convienf que le niyeaulambi it ke@scoug plus petit que le signal de perturbation appliqué
de sort qu’une# , i erite. Une cage de Faraday peut étre nég¢essaire
pour folirnir un e t.controte pour les mesures d'immunité et pour folirnir un
affaiblis rgrinement de sorte que les autres équipements et les

services
Certaing
déja pré

oient pas perturbés par le signal d’essai alppliqué.
éalisés de sorte que le blindage intrinséque ne poit pas
figurer dans les procédures de mesure spécifiques.

5.3 Générate N < t amplificateur de puissance

Le géngrateur tRessaildoit satisfaire aux exigences de 4.3. L’amplificateur de puissance RF
doit sat|sfaire’aux exigences de puissance maximales des procédures d’essai décritps dans
les autfesvparties de la norme. Le comportement d’amplitude doit étre linéairqd et les
distorsions doivent étre inférieures a —-20 dBc (les sighaux parasites sont de 20 dB en
dessous du niveau de la porteuse RF ) de I'amplitude du signal.

5.4 Autres composants

Les cables, les connecteurs et les dispositifs de terminaison qui sont dans le trajet de mesure
doivent étre vérifiés concernant les caractéristiques sur la gamme de fréquences prévue.

Les cables, les connecteurs et les dispositifs de terminaison qui ne sont pas dans le trajet de
mesure entre le point de référence et I'entrée de l'instrument de mesure qui peuvent,
cependant, affecter le résultat de mesure doivent étre vérifiés concernant les caractéristiques
sur la gamme de fréquences prévue.
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Depending on the hardware of the set-up and the desired test, various test signals can be

used:

— non-modulated RF signal (continuous wave);
— amplitude-modulated RF signal according to IEC 61000-4-6 and IEC 61000-4-3;
— pulse-modulated RF signals according to IEC 61000-4-3.

4.4 Frequency range

The regommrendedfrequency Tange s 50 kHzto—+GHzbutthismay e fgd if the
specific|procedure is usable over an extended frequency range. The ra may be
smaller |[depending on the application.

5 Test equipment

5.1 Qeneral

The eqyipment described in this clause is common d in the
different parts of this standard. Specific equipment sholuld ual test
procedyres.

5.2 Shielding

The nedgessary shielding depends upo vel and
the senpitivity of other equij nt level
should rbanse signal so that a sufficient margin is
present d to prdvide a controlled ambient for immunity

measur¢ments and to|provide sufficie wation toward the environment such th
equipment and telecommunics » ate not to be disturbed by the applied tes
Some rreasure 1 at intrinsic shielding is present already
shall be|found in

53 T

The tes

54 O

ther components

e requirements of 4.3. The RF power amplifier shall n
of the test procedures as described in the other
behaviour shall be linear and the distortions shall be I¢

At other
t signal.
Details

heet the
barts of
ss than

Cables, connectors and terminators that are in the measurement path shall be verified for
characteristics over the intended frequency range.

Cables,

connectors and

terminators that are not in the measurement path between
the reference point and the input of the measuring instrument that may, however, affect the
measurement result shall be verified for characteristics over the intended frequency range.
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6 Montage d’essai

6.1 Généralités

Le montage d’essai doit étre conforme a la procédure d’essai spécifique décrite dans la
parties applicable de la CElI 62132. Tous les parameétres d’essai applicables doivent étre
enregistrés aussi exactement que possible pour s’assurer que les résultats d’essai sont
reproductibles.

6.2 Carte de circuit d’essai

La carte—tde oeut étre

fonction he carte
d’essai dans le
rapport ositions
y compr'

Comme|l’ munité
comme ilisé. La
différeng dans le
fait que miner si
le Cl es

6.3 Plan de sélection des broche

Toutes i i z anectées a tous autres dispositifs actifs
ou passgi g cables

comme jpar exemple

- les caples de commapnde/s
- les caples d’aliment

- les cgbles de
(Controfler Area A
Twisted|Pairs, UTP

Differenti j

X qui sont utilisés avec le réseau de commmande
485, les paires torsadées non blindées (Un$hielded
gnalisation différentielle basse tension (Low|Voltage

sont copsidé&ré C it étre soumises aux essais d'immunité RF (CEl 62132-3 et
CEl 62132

D’autreq gstinées a quitter la carte d’essai sur laquelle le DEE est appliqué,
par exgmple e faces mémoires, le cristal, la sélection de puces, les entfées de

référenge{de” polarisation ou de courant avec partie analogique, le découplage de¢ bande
interditd,—efc.—sont exclues des essais d'immunité RE aYallld injnhfinn directe

6.4 Charge/terminaison de broche de CI

Les broches du DEE doivent étre chargées/raccordées conformément a la valeur par défaut
suivante donnée dans le Tableau 1 en prenant en compte les exceptions, comme exigé et
indiqué d’un point de vue fonctionnel par le fabricant. Le Tableau 1 présente des exemples de
charges de broches pour différents types de broches. Les charges de broches choisies
doivent étre décrites dans le rapport d’essai.
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6 Test set-up

6.1 General

The test set-up shall be in accordance with the specific test procedure described in the
relevant part of IEC 62132. All the relevant test parameters shall be recorded as accurately as
possible to ensure that the test results are reproducible.

6.2 Test circuit board

The printed circuit board (test board) used with RF |mmun|ty testlng may depend on the

specific
The des
good la

As the i
is for RF
general
to allow

6.3 Plin selection scheme

All pins
applicat

— actuptor/sensor cables,

—  supf
- com

unshi

etc.,
are con
Other p

interfac
decoupl

6.4 I(

The pin
in Tablg
shows

IIICGOUIUIIICIIL IIIUI.IIUU I'\ UUIIUIGI ICLJUIIIIIIUIIUOLIUII IUI a LCD[ UUGI

cription of the test board shall be stated in the test report. All
out practice including a common RF ground plane.

of ICs that will be connected\to an
on board itself, but connected

ly cables,
sidered t@
ns not int

bs, X-tal, current reference inputs with analogue part, b

¢ direct injection RF immunity tests.

bxamples~or pin loading for different pin types. The chosen pin loading

describefd in,the testreport.

nnex B.
hall use

ng as it
rom the
bnitored

on the

22/485,
LVDS),

. memory

hnd-gap

.|Table 1

shall be
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Tableau 1 - Recommandations des charges de broches des CI

Type de broche Charge de broche
de CI

Analogique

- Alimentation Comme indiqué par le fabricant

- Entrée 10 kQ a la terre (Vss) a moins que le Cl ne soit raccordé intérieurement

- Signal de sortie 10 kQ a la terre (Vss) a moins que le Cl ne soit raccordé intérieurement

- Puissance de Charge nominale comme indiqué par le fabricant

sortie

Numérique /

- Alimenftation Comme indiqué par le fabricant

- Entrée Terre (Vss) ou 10 kQ pour I'alimentation (Vdd) si I’entrée ne{e\\x\fse\i se\La terre,
a moins que le Cl ne soit raccordé intérieurement

- Sortie 47 pF a la terre (Vss)

Commande

- Entrée Terre (Vss) ou 10 kQ pour I'alimentation (Vd x@ We mise a | terre,
a moins que le Cl ne soit raccordé |nter|eu ment

- Sortie Comme indiqué par le fabricant

- Bidiregtionnel | 47 pF a la terre (Vss) A \\// /\ S

- Analodique Comme indiqué par le féqicé\t\\ )\/

Les brd ries, énumérées doivent étre chargeées

comme : ort d’essai. Ce sont des valg¢urs par
défaut 1 des; sKd’ : plus appropriées pour un Cli particuli}r, elles
peuvent ! ivent étre indiquées dans le rapport ¢’essai.
6.5 E

Le DEE qui n’est pas affectée par le signal d’essai appliqué.
Si une plir les exigences du CIl et le niveau de tengion doit
étre véii i iroinement de fonctionnement cohérent. Toutes lep lignes
d’alimentati le DEE doivent étre filtrées de maniere appropriée sglon les

6.6 C
6.6.1

La tenslen—oulestensions—d-alimentationdoivent 8ire-s arte—fabricant-deICI| avec
une tolérance +5 %.

6.6.2 Découplage de CI

La valeur et la disposition des condensateurs de découplage d’alimentation doivent étre
indiquées dans le rapport d’essai individuel. Le découplage de chaque broche d’alimentation
du DEE peut étre conforme aux recommandations du fabricant.

NOTE Dans la CEIl 62132-3 et la CEl 62132-4, les condensateurs de découplage d’alimentation sont indiqués en
tant que condensateurs de blocage.
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Table 1 — IC pin loading recommendations

IC pin type Pin loading
Analogue
- Supply As stated by the manufacturer
- Input 10 kQ to ground (Vss) unless the IC is internally terminated

- Output signal

10 kQ to ground (Vss) unless the IC is internally terminated

- Output power

Nominal loading as stated by the manufacturer

Digital

- Supply As stated by the manufacturer

R e A\ Laa)or 4 Otcot NIVARTETITR " " g —— ;
InpUt I‘F]'t;r‘:‘r']'a‘-‘llgl"t‘;‘l”;n‘l’l:]a":;d"“ O UP Py VAT te "'F"“ eafretbe SAAA Aol “‘?" theqIC is

- Output 47 pF to ground (Vss) < (\

Control

- Input Ground (Vss) or 10 kQ to supply (Vdd) if the input cann, \ggu\ﬁe unl MIC is

internally terminated
- Output As stated by the manufacturer \\

- Bi-direftional

47 pF to ground (Vss)

- Analogue

As stated by the manufacturer

Pins thgt do not fall into any of the lis

and stafed in th
appropr

6.5 P

The DU shall

battery |s used,

maintaip a con
adequat

ely filtere

g d as functionally fequired
e test report. These ake recom s; if other values gdre more
\ the values in Table 1 and [shall be

be po : is ndt affected by the applied test sigpal. If a
i NEes € and the voltage level shall be chgcked to

sigte . All power supply lines to the DUT shall be

6.6 I

6.6.1

The sup 5 %.
6.6.2

The val p pli p hall b d in the
individubl-testreport—Fhe-decoupling-ef-each-supphyrpinof-the BUFmay-be-asadvised by the

manufacturer.

NOTE In IEC 62132-3 and IEC 62132-4, the supply decoupling capacitors are denoted as blocking capacitors.
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6.6.3  Activité des CI

Il convient d’essayer d’exercer pleinement toutes les fonctions disponibles qui contribuent de
maniére significative a révéler I'immunité de la CI.

Pour améliorer la vitesse d’essai, le Cl peut étre mis dans un mode fixe de fonctionnement
pour permettre au signal de perturbation d’étre balayé a travers la bande de fréquence
concernée. Les modes asynchrones de fonctionnement entre le DEE et la perturbation RF
peuvent étre plus appropriés pour représenter les conditions de fonctionnement réelles.

NOTE Lorsqu’une relation entre I'activité du Cl et le signal d’essai existe, il convient qu’elle soit documentée
dans le rapport d’essai.

6.6.4 Directives pour la stimulation du CI

Le but gst de décrire les paramétres a contréler afin d’assurer la rgprg iDili ai pour
la fonctjon ou le type de CI particulier comme convenu entre i isdteur. Si
un Cl pjogrammable doit étre essayé, le logiciel qui circule dans une bouctle i Hoit étre
écrit pour s’assurer que les mesures sont reproductibles~lLe\ type /o€ i Sé& pour
exercer|le Cl (minimum, typique ou cas le plus défavorable \- 5 [dans le
rapport d’essai.

6.6.5 Contréle de CI

Il est dgstiné a contrbler tous les étatg d’activq espndgs ans rétroaction intempestive
a la performance d’immunité.

6.7 S[abilité de CIl sur la durée

Le com e sur la durée de telle sorte q];e deux
mesure$, séparées parun Aps, doivent produire les mémes résultats ¢lans les
limites de la variation de la techniquie de-mesure.

cédure@

7 Pro

71 V

Mettre s mener a bien une vérification opérationnelle pour assurer le
fonction ie\du DEE et I'activité normale et assurer le fonctionnement approprié
de la dé

7.2

Avec lek e de ne

pas dépasser les limites d’exposition humaines applicables.

7.3 Vérification de systéme

Le DEE peut étre vérifié sur divers parameétres ou réponses. On peut citer les exemples
suivants:
— la tension de sortie a courant continu (par exemple le régulateur de tension);

— le courant d’alimentation (le courant transversal peut augmenter en raison de la
modification des tensions de seuil);

— signal audio fréquence démodulé (comme I'amplificateur audio, vidéo);

— gigue (comme la base de temps, la porte logique, uCs, les convertisseurs AD/DA);
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6.6.3  Activity of IC

Attempts should be made to fully exercise all available functions that significantly co
to reveal the immunity of the IC.

To improve the test speed, the IC may be put into a fixed mode of operation to al
disturbance signal to be swept through the frequency band of interest. Asynchronous
of operation between the DUT and the RF disturbance may be more appropriate to re
real operating conditions.

ntribute

low the
modes
present

NOTE When a relation between the activity of the IC and the test signal exists, it should be documented in the

test report.

6.6.4 Guidelines for IC stimulation

The intention is to describe the parameters to be controlled in okd repeat-
ability for the particular IC function or type, as agreed between the ser. If a
programjmable IC is to be tested, software that flows in a con{inuot ritten to
assure [that measurements are repeatable. The type of isgd the IC
(minimum, typical or worst case) shall be documented wit

6.6.5 IC monitoring

It is inlended to monitor all relevant.activit to the

immunity performance.

6.7 IC stability over time

The funlctional behaviour ¢
separated by an interval
the megqsurement techrique

7 Te tproce@

71 Monitoring the

Energiz ete an operational check to assure proper function of f

and nor proper function of the failure detection.
7.2
With ogen RFE.im ty tests, precautions shall be taken such that the applicable

exposure dimits are not exceeded.

7.3 System verification
The DUT can be checked on various parameters or responses. Examples include:

— DC output voltage (e.g. voltage regulator);
— supply current (cross current may increase due to change of threshold voltages);
— demodulated audio frequency signal (e.g. audio amplifier, video);

— jitter (e.g. time base, logic gate, uCs, AD/DA-converters);

time such that two measurements,

ation of

he DUT

human
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— pointes et impulsions transitoires;

— réinitialisation du systeme;

— arrét imprévu du systéme;

— phénoméne de verrouillage.

Comme la réponse du Cl soumis a I'’essai d'immunité RF est déterminée par ses fonctions, le

mode des opérations et les critéres auxquels on doit satisfaire, aucune orientation spécialisée
ne peut étre fournie sur le paramétre de la «meilleure» réponse a observer.

7.4 Procédures spécifiques

7.41 —Echetons—de fléqucllbc

La plage de fréquences de ces mesures est généralement comprise entr 1 GHz.
En pratique, la plage de fréquences essayée dépend des fréquenge réseau
d’injectipn et du montage d’essai, comme le découplage de CJ. i ons de
fréquenges doit étre sélectionnée d’aprés le Tableau 2. En/géné i d’essai
comme [décrit dans la méthode de mesure d’immunité particulie i

Tableau 2 — Taille des échelons de fréquence parT nces
Gamme |de fréquences MHz 0,15 — 1 R \1 -ﬁo}) R 100 — 1000
Echelong linéaires MHz SQA\ ’\\ > < { ( \ | > <10
Echelonp logarithmiques \ < I&émen})de 5%

Les fréquences critiques telles que les fré ’horloge, les fréquences systéemes des
disposit|/fs RF etc. doivent8ire essa s es échelons de fréquences plus fins
convenus par les utilisatetys de 5 4

7.4.2 Modulati

Le signpl de pe@ ) illsé. @it etre ‘conforme aux exigences de la méthode| d’essai
choisie,| par exemplé entretemue), modulation d’amplitude de 80 % par unpe onde

sinusoidale de 1 % O ation d’impulsion avec taux de répétition de 1 kHz.

7.4.3

En fonc Sfinition du signal de perturbation utilisée dans les diverses partigs de la
présent ignal RF de créte soit la puissance de la porteuse RF est maintenu
(commune 3 upart des générateurs RF); voir Figure 1.

NOTE Llapplication de la méthode du nivellement de puissance est différente de la modulation RF utiljsée avec
les normds—dimmunité de rr_\rnrlnife commela CEl1 61000-4-3 et la CE1 61000-4-6

Lors de I'exécution d’'un essai d'immunité a un niveau d’essai de créte, I'exigence
fondamentale indique que la puissance de créte doit avoir la méme valeur que la puissance
de créte lorsque l'on appligue une onde entretenue sans tenir compte de l'indice de
modulation m:

Pam-peak = Fow -Peak

2
et p:pg2+—m

AM ~ few >
2(1+m)
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— spikes and glitches;

— system reset;

— system hang-up;

— latch-up.

As the response of the IC subjected to the RF immunity test is determined by its functions, the
mode of operations and the criteria that is to be met, no dedicated guidance can be given on
the “best” response parameter to be observed.

74 S
7.41

pecific procedures

—Frequency-steps

practice

the tested frequency range depends on the cut-off frequencies of/£h ork and
test setjup, e.g. IC-decoupling. Frequency step size shall be select le 2. In
general| the test technique as described in the particular immuni bcedure
shall be|followed.
Table 2 — Frequency step size ver
Frequenky range MHz 0,15 — 1 R \ j ] -A1ob\ 100 — 1400
Linear sfeps MHz 59/1\ /\\ > / (sﬁ > <10
Logarithmic steps <6 % increment
Critical frequencies such as clock frequencies, sydtem frequencies of RF devices etc. |[shall be
tested Using finer frequen s a rethe sets of this procedure.
7.4.2 Amplitude modulation
The disfurbance method
chosen,|e.g. CW pr pulse
modulated with 1 k
7.4.3
Dependjng.upon thendi andard,
either th ignal\s maintained or the power of the RF carrier (common on most RF
generat

NOTE The dpplicatio

immunity

of the power-levelling method is different from the RF modulation used wit
standards such™as IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6.

h product

The basic requirement when carrying out an immunity test at a peak test level is that the peak
power shall have the same value as the peak power when continuous wave is applied,
regardless the modulation index m:

and

Pam-Peak = Fow -Peak

2
+
P :pwgz—m

2(1+m)?
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Cw AM 80 %

IEC 2632/05

NOTE Ppr exemple: Modulation AM 80 % (m= 0,8) donne lieu a: P, = 0,407 B

T

Figure 1 — Signal RF lorsque le niveau de puissance de hu

744 Temps de maintien

Le tempgs de maintien pour chaque échelon de fréqu de fréquence goit étre
généralement de 1 s ou au moins le temps nece i réponde, c’est-a-dire
que le |systéme de mesure effectug illsateurs doivent dgfinir la
réponsg du DEE.

7.4.5 Contréole du CI

L’essai ppécifique doit étreréalisé S i i ération-
nelles. Le nivellement d ign i antrblé i€ 2 ites les
réactions critiques du < Bes ons sur
les varigtions de nivea

8 Rapport d'e;

8.1 G
Il convi dans le
rapport |d'e bmeétres

i lde A L 2 i i X i Vi
d’essa t les réponses considérées. A titre d’exemple, il convien
i quelles broches de CI sont a essayer, séparément ou ense

k que le
mble, et

Ce rappor

— un schéma de circuit de I'application (découplage d’alimentation, Cl périphériques, etc.);
— une description de la carte d’essai sur laquelle le Cl est appliqué (disposition);

— les conditions de fonctionnement réelles du Cl (tension d’alimentation, signaux de sortie
etc.);

— une description du type de logiciel permettant d’exercer le ou les Cl, le cas échéant.

Toutes les variations doivent étre comprises dans le rapport d’essai. La connexion aux
matériels auxiliaires ne doit pas influencer les résultats d’essai.

D’autres exigences particuliéres sont décrites dans la méthode d’essai individuelle.
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Cw AM 80 %

IEC 2632/05

NOTE Fpr example: 80 % AM modulation (m = 0,8) results in: P4y, = 0,407 [Py ,

Figure 1 — RF signal when RF peak power leveli

7.4.4 Dwell time
The dwell time for each frequency step and modulation s

time nefessary for the DUT to respond, i.e. the m
shall define the DUT response.

7.4.5 Monitoring of the IC
The spdcific test shall be performed cofisidering allop

hysteregis effects, reactio

8 Test report

8.1 General Q

Tests s an IC test plan, which shall be included in the te
This IC |test plan shov i 0 precise specific IC test parameters and the re
considefed. < e IC test plan should include which IC pins are to bg
separatgl P immunity acceptance criteria should be used (see al

past the
e users

g of the
ed (e.g.

5t report.

Eponses
tested,

50 8.3).

— actual operating conditions of the IC (supply voltage, output signals etc.);
— adescription of the type of software exercising the 1C(s), if applicable.

All variations shall be included in the test report. Connection to auxiliary equipment shall not

influence the test results.

Other particular requirements are described in the individual test procedure.
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8.2 Limites ou niveaux d’immunité

Comme cette norme décrit les méthodes de mesure, aucun niveau d’essai d'immunité, critere
ou limite n’est donné. Les limites, en général, dépendent de I'application et des exigences
fonctionnelles.

8.3 Classes de performance

Les classes de performance suivantes peuvent étre utilisées pour caractériser la performance
des Cl lorsqu’ils sont soumis au signal d’essai d'immunité spécifié par la méthode de mesure
d’immunité particuliére:

Classe p sttestes—fonctions—des sont-accomt fes—daprés—te eptiorm—pendant et

Classe B: : ion-atgours de
I’exposition; cependant, I'une d’entre elles au i gser les
tolérances spécifiées. Toutes les fonctions revien 2 iquenient aux
limites normales a la fin de I'exposition. Les jr doivent

demeurer dans la classe A.

Classe [C: Une fonction de la Cl n’est pas accompli i pendant
; a la fin
de I'exposition.

Classe Une fonction de CI n’es conception au cpurs de
normal avant la fin de

ple/action de I'opérateur [comme

Classe bégré n’est pas accomplie d’pprés la

itton et ne peut pas revenif a un

8.4 Interprétatjon des iré

8.4.1 utilisant la méme méthode d’essai
Les rés irectement comparés tant que les mesures ont été effectuées
dans leg i i eomparaisons sont prévues, il convient que les digpositifs

réalisen I’environnement d’essai soit le plus compatible pogsible. Il
convien

8.4.2 ' ai entre différentes méthodes d’essai

A ce stdde une corrélation générale entre les méthodes d’essai spécifiques n’a pas été| établie.
La corrdlation a été démontrée uniquement dans des cas spécifiques. Se reporter a I’Anpexe A.

8.4.3 Corrélation aux méthodes d’essai de module

Lorsqu’il existe des données suffisantes pour établir une corrélation entre les valeurs
mesurées et I'immunité attendue du Cl pour une application donnée, on doit I'indiquer dans la
méthode d’essai spécifique (comme par exemple les essais de niveau de composants ou
systémes du produit). Un certain nombre de facteurs sont concernés par la transposition
depuis I'immunité de niveau du CI vers le niveau du module ou du produit. En général, cette
corrélation du Cl au module est limitée a des cas spécifiques si les variables concernées sont
controlées.
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8.2 Immunity limits or levels

As this standard describes measurement methods, no immunity test levels, criteria or limits
are given. Limits in general depend upon the application and functional requirements.

8.3 Performance classes

The following performance grades can be used to characterize the IC’s performance when
subjected to the immunity test signal specified by the particular immunity measurement
procedure:

Class A: all functions of the IC perform as designed during and after exposure to a

dibtulballbv.

Class B: one or

return
pnctions

Class Q: returns

Class O: doesn’t
simple

Class H: 0 during

8.4 Interpretation of results

8.4.1

Results hder the

same c( and the

test env ised.

8.4.2

At the g has not

been esdftablis ) 3 A\nnex A.

8.4.3

Where and the

expecteld immunity from the IC for a given application, this shall be indicated in the [specific

test methed (e.g. component or system level tests of the product). A number of factors are

involved in the translation from IC level immunity to the module or product level. In general,
this IC-to-module correlation is limited to specific cases where the variables involved are
controlled.
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Annexe A
(informative)

Tableau de comparaison des méthodes d’essai

NOTE Il convient que ce Tableau A.1 soit utilisé comme guide. A I'avenir, des travaux seront nécessaires pour
vérifier les indications qu’il contient.

Tableau A.1 - Tableau de comparaison des méthodes d’essai

ELEMENTS CEl 62132-2 CEl 62132-3 CEl 62132-4 CEl 62132-5
(G FEM BRI avail
A BCI ( BQ' dey
Type de penturbations Rayonnées Conduites Conduites (\\ (GQQdLR}e\s
Plage de fréquences | 150 kHz a 1000 150 kHz a 150 kHz a 0 KKz a
proposées MHz 1000 MHz 1000 MHz 100Q M
Plage ‘ de fréquences Ascendant, D’escendant,
extensible X dépendant de la .
dépendant de la de d'iniecti Non fecommandée
cellule sonde d’injection
de courant
Mesure de gerturbations Courant RF Tension RF
Dynamique v Dépend du
< générateur @i’essai
/l (min. 40 dB)
Perturbatior]s en mode obi oui oui

commun

Perturbatior|s différentielles \ \( \GQ ~ \\/ Oui Non

Influence dg broche unique (\ W Oui Non

Influ_ence des br S W Oui Oui
multiples

Carte d’essdi pour:
- Comparaidon de ClI Spécialisée Selon Annexe B Selon Anneke B

- Evaluation/ de I’aml n Non applicable Non restreinte Non restreirjte

Vérification u aje K \/ Oui, mesure du Oui, mesure du
couplage trou d’inter- trou d’inter- Non
connexion connexion

t

N
Reproductign de M/ Elevée Elevée Elevée
dépend de l|opérateur Non Non Non

Qualification.de Cl Ouij Qui Qui

Travaux dans une cage de recommandés,

Faraday i
dépend du

niveau de
Oui puissance Non

(voir les normes
de sécurité
nationales et
internationales)

Immunité du ClI
- Analyse de trajet/ drain Oui Oui Non

- Couplage sur la puce Oui Oui Oui
(diaphonie)
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Annex A

(informative)

Test method comparison table

Table A.1 — Test method comparison table

used as a guideline. Future work is needed to verify the statements made in this table.

ITEM IEC 62132-2 IEC 62132-3 IEC 62132-4 IEC 62132-5
(G-)TEM BCI DPI Workbench
Type of disturbances Radiated Conducted Conducted Conducted
Proposed|frequency range | 150 kHz to 150 kHz to 150 kHz to 150%Hz to
1 000 MHz 1 000 MHz 1 000 MHz /1\000 Hz
Frequency range Upwards, cell Downwards, Upwards, ipjegtion of co%ended
extendable dependent current injection network depende
probe dependent N
Measurement of RF current RF\voltage
disturbanges
Dynamic Depends on| test
generator
Common-mode Yes
disturbanges (\
Differential disturbances No
Single pir] influencing / No
Multiple plin influencing \ Yes
Test boarf for: \(
- comparigon of IC’s Acc. to Annex B Acc. to Anngx B
- evaluatipn in applic%n Q Non restricted Not restrictgd

Verificatign of coupl&g} Yes, via No
path / ~ easurement measurement
Reproducjng of High High High
measurement;
operator epenqérN No No No
IC qualifiq \ N \ Yes Yes Yes
Working ip hie \) Yes Recommended, No
room or bpx depends on power

level (see national

and international

safety standards)
IC immunity
- drain/path analysis Yes Yes No
- on-chip coupling Yes Yes Yes

(cross-talk)
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Annexe B
(informative)

Spécification de la carte d’essai générale

L’'objet de cette annexe est de décrire une carte d’essai universelle. Une telle carte est
nécessaire pour comparer la performance CEM de divers Cl émanant de différents fabricants.
Les contraintes sont fournies pour les paramétres influencant les aspects de CEM.

B.1 Description de carte — mécanique

La tailld de la carte d’essai est de 100 fi” mmZ2. Des trous peuvenb\@tre aj e Poins de
la carte, comme lillustre la Figure B.1. Tous les bords de ins étre
étamés|sur 5 mm, ou rendus conducteurs afin de réaliser up . ieNavec la cellule
TEM, silutilisée. En variante, les bords peuvent étre plaqué

Les troys d’interconnexion au niveau du bord extérieu Dins

5 mm d¢ ce bord.

B.2 Description de carte — éle

Le desgin de la Figure B.1 doit étre g —Une carte a double coliche est
proposée en tant qu’exigence mini . a si cela se justifie du point|de vue
fonctionnel, les couches de 2 et 3 ou & S ¢ ajoutées entre les deux polur créer
une carfe multicouche.

plan de sol. La couche 4 permet d’autres

Il convient que la couche :
que possible, pour étre utilisée comme|plan de

signaux} mais dojthétre _laisséeg s
sol également.

un coté

(couche sur la
couche

B.2.1

Les pla d’inter-
connexipn, Ces trous d’interconnexion doivent étre placés aux positions suivantes sur|la carte

comme [décrit dans le Tableau B.1:

Tableau B.1 — Position des trous d’interconnexion sur la carte

Position des trous Emplacement
d’interconnexion

1 Tout autour, au niveau des bords de la carte

2 Juste a I'extérieur de la zone du DEE

3 Juste a l'intérieur, en dessous de la zone du ClI

Le plan de sol a la couche 1 doit étre poursuivi entre les trous d’interconnexion a la position 2.
A ce titre, le plan de sol a la couche 1 est poursuivi sur toute la carte.
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